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前言
简介

本章包含使用 MGC3130 Hillstar 开发工具包前需要了解的一般信息。内容包括：

• 文档编排

• 本指南使用的约定

• 保修登记

• 推荐读物

• Microchip 网站

• 开发系统变更通知客户服务

• 客户支持

• 文档版本历史

文档编排

本文档介绍了 MGC3130 Hillstar 开发工具包的安装与使用。本文档的内容编排如下：

• 第 1 章 “ 概述 ”

• 第 2 章 “ 入门 ”

• 第 3 章 “Hillstar 开发板 —— 硬件说明 ”

• 第 4 章 “ 设计：Hillstar 用于目标应用 ”

• 第 5 章 “ 故障诊断 ”

• 附录 A “ 原理图 ”

• 附录 B “ 灵敏度曲线和电容 ”

• 附录 C “ 参数化支持 ”

• 附录 D “ 驱动程序安装手册 ”

• 附录 E “ 术语表 ”

客户须知

所有文档均会过时，本文档也不例外。 Microchip 的工具和文档将不断演变以满足客户的需求，因此
实际使用中有些对话框和 / 或工具说明可能与本文档所述之内容有所不同。请访问我们的网站
（www.microchip.com）获取 新文档。

文档均标记有 “DS” 编号。该编号出现在每页底部的页码之前。 DS 编号的命名约定为
“DSXXXXXXXXA_CN”，其中 “XXXXXXXX” 为文档编号， “A” 为文档版本。

欲了解开发工具的 新信息，请参考 MPLAB® IDE 在线帮助。从 Help （帮助）菜单选择 Topics
（主题），打开现有在线帮助文件列表。
 2015-2016 Microchip Technology Inc.   DS40001721B_CN 第 7 页
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本指南使用的约定

本指南采用以下文档约定：

说明 表示 示例

Arial 字体：

斜体字 参考书目 MPLAB® IDE User's Guide

需强调的文字 …… 为仅有的编译器……

首字母大写 窗口 Output 窗口

对话框 Settings 对话框

菜单选择 选择 Enable Programmer

引用 窗口或对话框中的字段名 “Save project before build”

带右尖括号且有下划线的斜体
文字

菜单路径 File>Save

粗体字 对话框按钮 单击 OK

选项卡 单击 Power 选项卡

N‘Rnnnn verilog 格式的数字，其中 N
为总位数， R 为基数， n 为
其中一位。

4‘b0010， 2‘hF1

尖括号 < > 括起的文字 键盘上的按键 按下 <Enter>， <F1>

Courier New 字体：

常规 Courier New 源代码示例 #define START

文件名 autoexec.bat

文件路径 c:\mcc18\h

关键字 _asm， _endasm， static

命令行选项 -Opa+，-Opa-

二进制位值 0， 1

常量 0xFF， ‘A’

斜体 Courier New 可变参数 file.o， 其中 file可以是任
一有效文件名

方括号 [ ] 可选参数 mcc18 [选项] file [选项]

花括号和竖线： { | } 选择互斥参数； “ 或 ” 选择 errorlevel {0|1}

省略号 ... 代替重复文字 var_name [, 
var_name...]

表示由用户提供的代码 void main (void)
{ ...
}

文档约定
DS40001721B_CN 第 8 页    2015-2016 Microchip Technology Inc.
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保修登记

请填写随附的保修登记卡 （Warranty Registration Card）并尽快寄出。寄出保修登记
卡的客户将可收到新产品更新信息。可在 Microchip 网站上获得临时软件版本。

推荐读物

本用户指南介绍了如何使用 MGC3130 Hillstar 开发工具包。下面列出了其他有用的文
档。以下 Microchip 文档均已提供，并建议读者作为补充参考材料。

《MGC3130 GestIC® 设计指南：电极与系统设计》（DS40001716B_CN）

此文档介绍了 MGC3130 系统特性参数以及设计过程。用户借助本文档可实现良好的
电极设计并确定整个 GestIC 系统的参数。

《MGC3030/3130 GestIC® 库接口说明用户指南》（DS40001718D_CN）

此文档是 MGC3030/3130 GestIC 库的接口说明。此文档概述了该库的消息接口的功能，
并包含了控制和操作 MGC3030 系统的完整消息。

《MGC3030/3130 3D跟踪和手势控制器数据手册》（DS40001667D_CN）

有关MGC3030/3130 3D 跟踪和手势控制器的信息，请参见此文档。

《MGC3130 Aurea 图形用户界面用户指南》（DS40001681D_CN）

此文档介绍了如何使用 MGC3130 Aurea 图形用户界面。
 2015-2016 Microchip Technology Inc.   DS40001721B_CN 第 9 页
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MICROCHIP 网站

Microchip 网站 （www.microchip.com）为客户提供在线支持。客户可通过该网站方便
地获取文件和信息。只要使用常用的互联网浏览器即可访问，网站提供以下信息：

• 产品支持 —— 数据手册和勘误表、应用笔记和示例程序、设计资源、用户指南以
及硬件支持文档、 新的软件版本以及归档软件

• 一般技术支持 —— 常见问题解答 （FAQ）、技术支持请求、在线讨论组以及
Microchip 顾问计划成员名单

• Microchip 业务 —— 产品选型和订购指南、 新 Microchip 新闻稿、研讨会和活
动安排表、 Microchip 销售办事处、代理商以及工厂代表列表

开发系统变更通知客户服务

Microchip 的客户通知服务有助于客户了解 Microchip 产品的 新信息。注册客户可在
他们感兴趣的某个产品系列或开发工具发生变更、更新、发布新版本或勘误表时，收
到电子邮件通知。

要注册，请先访问 Microchip 网站 www.microchip.com，点击 “ 变更通知客户 ”
（Customer Change Notification），然后按照注册指示完成注册。

开发系统产品组的分类如下：

• 编译器 ——Microchip C 编译器、汇编器、链接器及其他语言工具的 新信息，包
括所有 MPLAB® C 编译器、所有 MPLAB 汇编器 （包括 MPASM™ 汇编器）、所
有 MPLAB 链接器（包括 MPLINK™ 目标链接器）以及所有 MPLAB 库管理器（包
括 MPLIB™ 目标库管理器）。

• 仿真器 ——Microchip 在线仿真器的 新信息。其中包括 MPLAB REAL ICE™ 和
MPLAB ICE 2000 在线仿真器。

• 在线调试器 ——Microchip 在线调试器的 新信息。其中包括 MPLAB ICD 3 在线
调试器和 PICkit™ 3 Debug Express。

• MPLAB IDE—— 关于开发系统工具的 Windows® 集成开发环境 Microchip 
MPLAB IDE 的 新信息，主要针对 MPLAB IDE、 MPLAB IDE 项目管理器、
MPLAB 编辑器、 MPLAB SIM 软件模拟器以及一般编辑和调试功能。

• 编程器 ——Microchip 编程器的 新信息，其中包括生产用编程器 （如 MPLAB 
REAL ICE 在线仿真器）、 MPLAB ICD 3 在线调试器以及 MPLAB PM3 器件编程
器。还包括非生产用开发编程器，例如 PICSTART® Plus 以及 PICkit 2 和 3。
DS40001721B_CN 第 10 页    2015-2016 Microchip Technology Inc.
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前言
客户支持

Microchip 产品的用户可通过以下渠道获得帮助：

• 代理商或代表

• 当地销售办事处

• 应用工程师 （FAE）

• 技术支持

客户应联系其代理商、代表或应用工程师 （FAE）寻求支持。当地销售办事处也可为
客户提供帮助。本文档后附有销售办事处的联系方式。

也可通过 http://www.microchip.com/support 获得网上技术支持。

文档版本历史

版本 A （2013 年 10 月）

这是本文档的初始版本。

版本 B （2016 年 1 月）

更新了 “ 推荐读物 ” 部分，更新了图 2-1、图 3-2、图 3-6、图 A-2、图 A-3 和图 A-4。
 2015-2016 Microchip Technology Inc.   DS40001721B_CN 第 11 页
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第 1 章 概述
1.1 简介

MGC3130 是一款基于 Microchip 的 GestIC® 技术开发的 3D 手势控制器。 MGC3130
具有 1 个发送通道和 5 个非常灵敏的接收通道，能够检测到飞法 （1 fF = 10-15F）级
的电容变化，从而检测对应的发射电场 （E-field）变化。

要发送和接收电场， MGC3130 控制器的发送和接收通道必须连接电极。芯片可根据
电极的空间排列来确定电场失真的重心并在检测空间中对用户的手进行位置跟踪和手
势识别。

1.2 HILLSTAR 概念和可交付成果

旨在通过 Hillstar 开发工具包轻松地将 Microchip 的 MGC3130 3D 手势识别和跟踪控
制器集成到客户应用中。它提供 MGC3130 系统设置、相关硬件和软件参考。

使用 MGC3130 软件包（包括 Aurea 图形用户界面和 GestIC 库）、 MGC3130 软件开
发工具包 （Software Development Kit， SDK）和 PIC18 主机参考代码，可轻松五步
实现设计：

1. 功能定义

2. 电极设计

3. MGC3130 参数化

4. 主机应用编程

5. 验证

Hillstar 硬件构建了一个完整的 MGC3130 参考系统，由三块单独的 PCB 组成：

• MGC3130 单元

• I2C 转 USB 桥接器

• 具有 95x60 mm 感应区域的参考电极

该硬件可通过 USB 电缆连接到 PC，用于评估 MGC3130 芯片和 GestIC 技术。客户
可在设计过程中根据需要结合使用各个开发板。 

下面给出了三个示例：

• 将 MGC3130 单元和 I2C 转 USB 桥接器结合来评估定制电极

• 在客户设计中使用 I2C 转 USB 桥接器来参数化和调试 MGC3130 应用电路

• 结合 MGC3130 单元和电极为基于 PC 或嵌入式软件环境开发手势驱动应用
 2015-2016 Microchip Technology Inc.   DS40001721B_CN 第 13 页
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Hillstar 开发工具包提供一个人工测试手，称为砖结构模拟手，帮助模拟人手操作
GestIC 应用。在设计过程中必须使用砖结构模拟手来参数化和评估客户应用。砖结构
模拟手的表面导电，通过电缆连接到 GND 以重现人体的接地条件。

1.3 HILLSTAR 开发工具包内容

下面列出了 Hillstar 开发工具包内容：

• MGC3130 模块

• I2C 转 USB 桥接器模块

• 4 层参考电极 （95x60 mm 感应区域）

• “ 砖结构模拟手 ” 组合 （自行组装，四个泡沫块，一块铜箔）

• USB 电缆，用于连接 PC

图 1-1： HILLSTAR 开发工具包

在设计过程中使用 “ 砖结构模拟手 ” 组合进行传感器校准和性能评估。关于使用和组装
信息，请参见附录 C“ 参数化支持 ”。
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概述
1.4 HILLSTAR 开发工具包参考电极

Hillstar 开发工具包包含一组电极设计的布线参考 （Gerber 文件）和随时可用的传感
器模块， MGC3130 安装在背面。

包含以下电极设计：

• 140x90 mm 感应区域 —— 外形为 168 x 119 mm

• 95x60 mm 感应区域 —— 外形为 120 x 85 mm

• 80x80 mm 感应区域 —— 外形为 104 x 104 mm

• 100x50 mm 感应区域 —— 外形为 128 x 72 mm

• 50x30 mm 感应区域 —— 外形为 63 x 47 mm

• 30x30 mm 感应区域 —— 外形为 49 x 49 mm

传感器模块

• 95x60 mm 感应区域 —— 外形为 120 x 85 mm

• 30x30 mm 感应区域 —— 外形为 49 x 52 mm

图 1-2： HILLSTAR 开发工具包参考电极

140x90

100x50
95x60

80x80

50x30

30x30
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MGC3130 Hillstar 开发工具包用户指南
下面的表 1-1 和图 1-3 给出了这些设计的尺寸。

表 1-1： 电极尺寸

感应区域 140x90 mm 95x60 mm(1) 80x80 mm 100x50 mm 50x30 mm 30x30 mm(2) 

版本 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

层 2 2 2 2 2 2

长宽比 约 3:2 约 3:2 1:1 约 2:1 5:3 1:1

A 168 mm 120 mm 104 mm 128 mm 63 mm 49 mm

B 119 mm 85 mm 104 mm 72 mm 47 mm 49 mm

C 138 mm 95,7 mm 79.8 mm 103,6 mm 50 mm 31.8 mm

D 88,7 mm 60,5 mm 79.8 mm 46,8 mm 30 mm 27,3 mm

E 131,7 mm 91,7 mm 75,8 mm 99,6 mm 46 mm 27,3 mm

F 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 2,5 mm 3,5 mm

G 128 mm 85,7 mm 69,8 mm 93,6 mm 44 mm 25,8 mm

H 78,7 mm 50, 5 mm 69, 8 mm 36, 8 mm 24 mm 25,8 mm

中央电极交叉排线 3% 3% 5% 5% 5% 5%

Tx 电极交叉排线
—— 中央电极下面
—— 除中央电极外

50 %
20 %

50%
20%

50%
20%

50 %
20 %

50 %
20 %

50 %
20 %

注 1： 这些尺寸也适用于 95x60 mm 传感器模块。

2： 这些尺寸也适用于 30x30 mm 传感器模块，除了 B 尺寸等于 52 mm 以及 Tx 电极为实心体（不是交叉排线）
外。
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概述
图 1-3： 电极尺寸

MGC3130 Hillstar 硬件参考包包含所有电极参考设计的 Gerber 数据，可从 Microchip
网站 www.microchip.com/GestICGettingStarted 下载。

1.5 MGC3130 软件包 ——AUREA GUI 和 GestIC 库

MGC3130 软件包包含所有相关系统软件和文档。 MGC3130 软件包 0.4 及之后的版本
支持 Hillstar 开发工具包。

该软件包包括：

• Aurea PC 软件

• GestIC 库二进制文件

• GestIC 参数化文件

• Windows CDC 驱动程序

• 文档

新 MGC3130 软件包可从 Microchip 网站 www.microchip.com/GestICGettingStarted
下载。

1.6 MGC3130 软件开发工具包（SDK）

通过 MGC3130 软件开发工具包 （SDK），可将 MGC3130 集成到软件环境中。因
此，它包含 GestIC API 的 C 参考代码、一个用于 Windows 操作系统的预编译库和一
个使用 GestIC API 界面的演示应用程序。

MGC3130 SDK 0.4 及以下版本支持 Hillstar 开发工具包。

新 SDK 可从 Microchip 网站 www.microchip.com/GestICGettingStarted 下载。

D

C

B

A

E

F
G

H

F

Tx

Rx
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注：
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MGC3130 HILLSTAR 开发工具包 

用户指南
第 2 章 入门
Hillstar 开发工具包可用作独立的 GestIC 系统，也可结合 Aurea PC 软件进行评估。本
章介绍如何开始使用 Hillstar 开发工具包。

2.1 先决条件

必须满足以下先决条件：

• 安装有 Windows 7 或 Windows 8 操作系统且具有 USB 端口和 低 1024 x 768 屏
幕分辨率的 PC

• Hillstar 开发工具包（MGC3130 单元、 I2C 转 USB 桥接器和 95x60 mm 框架形电
极）

• MGC3130 软件包 0.4 及以下版本

MGC3130 软件包以 .zip文件形式提供。解压缩该文件，运行 setup.exe并在 PC
上安装该软件包。文件夹结构如图 2-1 所示。

图 2-1： 文件夹结构

2.2 第 1 步：组装开发工具包

按图 2-2 所示，连接电极、 MGC3130 单元和 I2C 转 USB 桥接器。

注： 在插入 USB 连接前，确保 MGC3130 单元和 I2C 转 USB 桥接器已连接。
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图 2-2： HILLSTAR 开发工具包组装

2.3 第 2 步：将 HILLSTAR 开发工具包连接到 PC

使用提供的 USB 电缆将 Hillstar 开发工具包连接到 PC。 I2C 转 USB 桥接器和 MGC3130
单元上的电源 LED 都将点亮。此外， I2C 转 USB 桥接器上的 LED 1 将快速闪烁（约
10 Hz）。 LED 1 缓慢闪烁（约 1 Hz）时，表明 Windows CDC 驱动程序已安装到 PC
上。请跳过下一步并转至第 2.5 节 “ 第 4 步：启动 Aurea”。

2.4 第 3 步：安装 WINDOWS CDC 驱动程序

Windows CDC 驱动程序包含在 MGC3130 软件包的 04_Driver文件夹中。

Hillstar 开发工具包首次连接到 PC 时， Windows 要求安装相应的设备驱动程序并指导
您完成整个安装过程。或者，也可以手动安装驱动程序，如使用设备管理器。附录 D“ 驱
动程序安装手册 ” 给出了 Windows 7 的示例。

2.5 第 4 步：启动 AUREA

Aurea 图形用户界面 （如图 2-3 所示）包含在 MGC3130 软件包的 02_GUI文件夹
中。

打开 Aurea.exe。 Aurea 自动检测到连接的设备且即刻可用。 

I2C™ to USB BridgeI2C 转 USB 桥接器

MGC3130 单元

电极模块
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入门
图 2-3： AUREA 图形用户界面

Evaluate Colibri Suite Discover Signals Setup MGC3130

1. Positions Tracking

2. Gesture Recognition

3. Demo applications

1. View signals

2. Write log file

3. Advanced features

1. AFE parameterisation

2. Colibri Suite parameterization

3. Update GestIC Library

4. Measure Electrode capacitances

评估 Colibri Suite 发现信号 设置 MGC3130

位置跟踪

手势识别

演示应用程序

查看信号

写日志文件

高级功能

AFE 参数化

Colibri Suite 参数化

更新 GestIC® 库

测量电极电容
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MGC3130 HILLSTAR 开发工具包 

用户指南
第 3 章 Hillstar 开发板 —— 硬件说明
3.1 概述

Hillstar 主要组件如下所列并在图 3-1 中突出显示。

图 3-1： HILLSTAR 开发工具包概述

3.1.1 I2C 转 USB 桥接器

1. PIC18F14K50 USB 单片机 

2. micro-USB 连接器 

3. MCP1801T LDO 稳压器 （将 5V USB 电源转换为 3.3V 开发板电源）

4. 状态 LED （电源和通信状态）

5. 数据接口：6 引脚插座，用于数据通信和电源供应

3.1.2 MGC3130 单元

6. MGC3130 3D 跟踪和手势控制器

7. 数据接口：6 引脚连接头，用于数据通信和供电

8. 状态 LED （电源） 

9. 接口选择 

10. 电极接口：7 引脚插座

11. GesturePort 接口 （5 个 EIO 焊盘和 1 个 GND 焊盘）

1

3 9

682

4

5

7

10

12

14

13

11
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3.1.3 95x60 mm 参考电极 PCB 板

12. 接收电极 

13. 有机保护玻璃 （120 x 85 x 2 mm） 

14. 电极接口：7 引脚连接头 （安装在背面）

MGC3130 Hillstar 硬件参考包包含了所有 Hillstar 开发工具包组件的 Gerber 数据，可
从 Microchip 网站 www.microchip.com/GestICGettingStarted 下载。

3.2 MGC3130 单元 

MGC3130 单元的主要元件是 Microchip 的 MGC3130 3D 跟踪和手势控制器。该单元
的布线印刷如图 3-2 所示。

图 3-2： MGC3130 单元

该单元提供一个 7 引脚 2 mm 板对板连接器 （插座），用于连接电极。该接口包括以
下信号：GND、Rx4、Rx3、Tx、Rx2、Rx1 和 Rx0。另外，可将板对板连接器替换为
1 mm 柔性印刷电路（Flexible Printed Circuitry，FPC）连接器，作为备选设计项。为
了抑制辐射的高频信号，通过 10 k电阻 （R11、 R12、 R13、 R14 和 R15）将
MGC3130 的 5 个 Rx 通道 （Rx0…Rx4）连接到接收电极。 MGC3130 信号发生器通
过 Tx 信号连接到发送电极。 

通过一个 6 引脚 2 mm 板对板连接器 （连接头）实现与 Hillstar I2C 转 USB 桥接器的
数据连接。该接口包括以下信号：EIO0、 3.3V、 GND、 SDA0、 SCL0 和 MCLR。另
外，也可以使用 1 mm FPC 连接器，可组装在底部。 

扩展接口 - GesturePort

电极接口

I2C™ 接口

电源 LED

接口选择
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Hillstar 开发板 —— 硬件说明
MGC3130 单元充当 I2C 从器件。表 3-1 给出了 MGC3130 接口选择引脚 （IS1 和
IS2）的配置， 这两个引脚可通过电阻（R3、 R4、 R5 和 R6）拉至 VDD 或 GND 来选
择 I2C 从器件地址。 I2C 从器件地址默认设置为 0x42。 

表 3-1： MGC3130 单元 I2C 接口选择

MGC3130 接口选择引脚
模式（地址）

组装选项

IS2 IS1 R3 R4 R5 R6

0 0 I2C 0 从器件地址 = 0x42 （默认设置） 未安装 10 k 未安装 10 k

1 0 I2C 0 从器件地址 = 0x43 10 k 未安装 未安装 10 k

关于 MGC3130 单元的原理图、布线图和物料清单，请参见附录 A “ 原理图 ”。

3.3 HILLSTAR 95x60 mm 参考电极 

Hillstar 开发工具包提供的 95x60 mm 参考电极包含 1 个 Tx 电极和一组 5 个 Rx 电极
（东、西、南、北、中），各放置在两个不同的层中。在 Tx 电极下方放置了额外的接
地层，从背面屏蔽电极，使其免受外部影响。

图 3-3： HILLSTAR 电极 PCB

该 PCB 通过 2 mm 7 引脚板对板连接器连接到 MGC3130 单元。该接口包括以下信
号：GND、 Rx4、 Rx3、 Tx、 Rx2、 Rx1 和 Rx0。

该开发板的尺寸为 120 x 85 mm ；感应区域为 95 x 60 mm。 
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5 个 Rx 电极包括 4 个框架形电极和 1 个中央电极，如图 3-3 所示。框架形电极根据其
基本方向命名 —— 北、东、南和西。4 个 Rx 框架形电极的尺寸限定了 大感应区域。
中央电极采用结构化设计（交叉排线）以与四个框架形电极得到相似的输入信号电平。

Tx 电极占据 Rx 电极下面的整个区域。采用交叉排线设计以减小 Rx 和 Tx 之间的电容
（CRxTx）。中央电极下面的发送区域占覆铜平面的 50%，周围区域仅占 20%。

Rx 馈线嵌入到第三层的 Tx 电极中 （见图 3-4 和图 3-5）。这样可屏蔽馈线。

尺寸如表 3-2 所示。 

表 3-2： HILLSTAR 电极尺寸 

长度 宽度 设计

水平电极（Rx） 91.7 mm 5 mm 实心体

垂直电极（Rx） 70.5 mm 5 mm 实心体

中央电极（Rx） 85.7 mm 50.5 mm 3% 交叉排线

Tx 电极 （见图 3-4）
第 I 部分 （中央电极下面）
第 II 部分 （第 I 部分以外的区域）

120 mm
85.7 mm
120 mm

85 mm
50.5 mm
85 mm

50% 交叉排线
20% 交叉排线

接地区域 120 mm 85 mm 实心体

图 3-4： 电极布局图
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电极 PCB 基于使用 FR4 材料的四层 PCB 设计。使用了以下三个功能层：

• 第 1 层 （顶层）：Rx 电极

• 第 3 层：Tx 电极和 Rx 馈线

• 第 4 层 （底层）：地

第 2 层未使用。

图 3-5： PCB 的层叠

在目标系统设计中，不需要 GND 层。添加该层作为 Hillstar 感应电极的屏蔽层，并可
模拟静态组件的存在，这些组件放置在感应电极下面的目标器件中。

注： 请参见《MGC3130 GestIC® 设计指南》了解电极等效电路、电容
（CRxTx、 CRxG 和 TxRxG）及其典型值。

3.4 I2C 转 USB 桥接器 

需要使用 I2C 转 USB 桥接器将 MGC3130 单元连接到 PC。 Hillstar 桥接器作为复合设
备类（Composite Device Class，CDC）工作。它控制到主机 PC 的 USB 传输并处理
与 MGC3130 单元的 I2C 通信。此外，它还为 MGC3130 单元提供 3.3V 电源和 MCLR
信号。

桥接器功能由 Microchip 的 PIC18F14K50 USB 单片机处理。 

该开发板配有一个 micro-USB 连接器 （Type B）和一个 2 mm 6 引脚板对板母头连接
器 （用于 I2C 接口）。与 MGC3130 单元的接口包括以下信号：EIO0、 3.3V、 GND、
SDA0、 SCL0 和 MCLR。请参见图 3-6。

Tx: 35 µm Tx

Rx : 18 µm

GND: 18 µm

Not Used: 35 µm

0.25 mm

0.15 mm

9
3

5
µ

m
5

4
0

µ
m

1
.5

4
6

m
m

Top layer

Bottom

layer

2
nd

layer

3
rd

layer

Rx feeding line

未使用 ：35 µm

顶层

第二层

第三层

底层

Rx 馈线
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图 3-6： I2C 转 USB 桥接器

I2C 转 USB 桥接器通过 USB 端口供电。 Microchip 的低压差 （Low Dropout， LDO）
稳压器 MCP1801 用于将 5V USB 电源转换为 PIC18F14K50 所需的 3.3V 电源。默认
情况下， 3.3V 还将通过 I2C 接口传递至 MGC3130 单元。向 MGC3130 单元提供的
3.3V 电源可通过除去 0电阻 R7 切断。

LED 指示以下状态：

• POWER—— 指示 I2C 转 USB 桥接器已上电 （3.3V）

• LED1—— 快速闪烁 （约 10 Hz），指示未建立 USB 连接

• LED1—— 缓慢闪烁 （约 1 Hz），指示已建立 USB 连接

• LED 2 ——I2C 总线上有数据时点亮 

• LED 2 ——I2C 总线上无数据时熄灭 

桥接器和 MGC3130 单元之间的通信通过一个 2 线兼容 I2C 的串行端口实现。请参见
图 3-7。 

此外， Hillstar 开发工具包集成了漏极开路传输状态线 （TS）和 MGC3130 MCLR 信
号，请参见 MGC3130 参考电路。 TS 连接到 PIC18F14K50 的 RC0 引脚，而 MCLR
连接到 RC6 引脚。

关于 I2C 接口的详细说明，请参见 《MGC3030/3130 3D 跟踪和手势控制器数据手册》
（DS40001667D_CN）。

桥接器的默认 I2C 地址设置为 0x42，但也可通过更改 PIC18F14K50 上运行的固件将
地址切换为 0x43。

注： 要更新 PIC18F14K50固件，请参见www.microchip.com/GestICGettingStarted
上提供的 “MGC3130 PIC18F14K50 Host Reference Code”。

N
/C

C
L

K

D
A

T
G

N
D

V
D

D

V
D

D

ICSP™  INTERFACE

M
ic

ro
-U

S
B

 

In
te

rf
a
c
e

DS40001721B_CN 第 28 页    2015-2016 Microchip Technology Inc.



Hillstar 开发板 —— 硬件说明
图 3-7： I2C 和 USB 数据接口

关于 I2C 转 USB 桥接器的原理图、布线图和物料清单，请参见附录 A “ 原理图 ”。
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MGC3130 单元 I2C 转 USB 桥接器
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第 4 章 设计：Hillstar 用于目标应用
4.1 简介

Hillstar 开发工具包旨在轻松地将 Microchip 的 MGC3130 3D 手势识别和跟踪控制器集

成到客户应用中。

3 个 Hillstar PCB 可通过 USB 电缆连接到 PC，用于评估 MGC3130 芯片和 GestIC 技

术。 

客户在设计过程中可根据需要结合使用各个开发板。

下面给出了三个示例：

• 将 MGC3130 单元和 I2C 转 USB 桥接器结合来评估定制电极

• 在客户设计中 （在线）使用 I2C 转 USB 桥接器来参数化和调试 MGC3130 应用电
路

• 结合 MGC3130 单元和电极为基于 PC 或嵌入式软件环境开发手势驱动应用

对于在线参数化和调试，必须通过 Aurea 控制软件控制 MGC3130。为实现该目的，
客户应用应提供合适的硬件或软件接口。

4.2 集成示例

下图显示了将 MGC3130 集成到客户应用中的典型硬件电路。 

图 4-1 和图 4-2 所示为通过 I2C 和外部 PC 进行控制。 Hillstar I2C 转 USB 桥接器充当
I2C 主器件时，应用处理器 I2C 应：

• 关闭 （I2C 线配置为高阻态，见图 4-1）

• 切换至从模式或侦听模式

• 断开连接 （通过外部开关，见图 4-2）

作为替代方案，应用处理器和 PC 之间的 USB 连接也可以不通过 I2C 转 USB 桥接器
进行建立。请参见图 4-3。
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图 4-1： 使用内部开关的 MGC3130 参数化电路

图 4-2： 使用外部开关的 MGC3130 参数化电路
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设计：Hillstar 用于目标应用
表 4-1： MGC3130 参数化电路比较

参数化电路 优点 缺点

使用内部开关 容易操作 处理器引脚需要能切换至高阻
态

硬件工作量低 Aurea 访问期间不能控制其他
客户端

使用外部开关 与其他 I2C 客户端的通信不会
中断

额外的硬件开关

基于 USB 的应用 无硬件工作量 额外的软件开销

其他 I2C 客户端连接到总线时
仍可工作

图 4-3： 适用于基于 USB 的应用的 MGC3130 参数化电路
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第 5 章 故障诊断
电源 LED 不亮

电源 LED 不亮时，可能是未对开发板供电。 

可能的解决方案：

• 检查开发板是否连接到 PC 的 USB 端口。 

• 更换 USB 电缆或使用 PC 上的其他 USB 端口。

• 检查 PC 是否开启。

LED 1 快速闪烁 
LED 1 快速闪烁 （约 10 Hz）时，未建立与 PC 的 USB 连接。 

可能的解决方案：

• 确保已安装 Windows CDC 驱动程序 （见附录 D“ 驱动程序安装手册 ”）。

• 在插入 USB 连接前，确保 MGC3130 单元和 I2C 转 USB 桥接器已连接 （见第 2.2 节 “ 第 1 步：组
装开发工具包 ”）。

• 拔下并重新插入 USB 连接，以重新连接开发板。

信号流停止

当无物体接近感应区域时， Aurea GUI 中的信号流停止。此为预期行为。使用 Aurea GUI 时，自动启用
接近时唤醒功能。

可能的解决方案：

在 Aurea 的实时控制栏中，取消选中 Approach Detection/Power Saving （接近检测 / 节能）复选框禁止
接近时唤醒功能，从而获得连续信号流。

不显示任何位置数据，电极信号为零 

信号匹配参数已失配并意外存储到闪存中。 

可能的解决方案：

• 在 Aurea Setup （Aurea 设置）选项卡的 AFE Parameterization （AFE 参数化）中执行
“Autoparameterization” （自动参数设定）。确保自动参数设定期间没有手接近电极。

• 可通过更新原始 MGC3130 GestIC® 库文件来恢复默认信号匹配参数。

I2C 转 USB 桥接器上的 LED 1 和 LED 2 熄灭

当 I2C 转 USB 桥接器上的 LED 1 和 LED 2 熄灭而电源 LED 点亮时，PIC18F14K50 处于自举程序更新模
式，因此未在运行代码。当 MGC3130 单元未连接到 I2C 转 USB 桥接器时， PIC18F14K50 将以自举程序
更新模式启动。 

可能的解决方案：

• 请从 USB 断开 I2C 转 USB 桥接器的连接。先连接 MGC3130 单元与 I2C 转 USB 桥接器，然后再插
入 USB 连接。

故障诊断信息
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附录 A 原理图
A.1 简介

本附录包含 MGC3130 Hillstar 开发工具包原理图和物料清单。

A.2 物料清单

表 A-1： I2C 转 USB 桥接器物料清单

数量 说明 名称

1 连接器， 5 引脚 Type B micro-USB， SMD BU1

1 连接器， 6 引脚 2 mm 插座， SMD BU2

1 电容， 100 nF， 10%， X7R， SMD 0402 C1

3 电容， 1 µF， 10%， X5R， 10V， SMD 0402 C2、 C3 和 C5

1 电容， 10 µF， 20%， X5R， 6.3V， SMD 0603 C4

3 LED， 571 nm，绿色透明， 0603 SMD D1、 D2 和 D3

1 IC， MCP1801T LDO 稳压器， 3.3V， 150 mA， 5 引脚 SOT-23 IC1

1 IC， PIC18F14K50 USB 闪存单片机， 20 引脚 SSOP IC2

3 电阻， 1 k， 1%， 1/16W， SMD 0402 R3、 R4 和 R6

1 电阻， 150 k， 1%， 1/16W， SMD 0402 R5

1 电阻， 0 k ， 1%， 1/16W， SMD 0603 R7

1 晶振， 12 MHz， 33 pF， SMD XTAL1

表 A-2： HILLSTAR —— I2C 转 USB 桥接器安装选项

数量 说明 名称

1 连接器， 6 引脚 1 mm FPC， SMD ST1
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表 A-3： HILLSTAR —— MGC3130 单元物料清单

数量 说明 名称

1 连接器， 7 引脚 2 mm 插座， SMD BU1

1 连接器， 6 引脚 2 mm 连接头， SMD ST1

1 电容， 100 nF， 10%， X7R， SMD 0402 C1

2 电容， 4.7 µF， 20%， X5R， 6.3V， SMD 0402 C2 和 C3

1 LED， 571 nm，绿色透明， 0603 SMD D2

1 IC， MGC3130， 28 引脚 QFN IC1

2 电阻， 1.8 k， 1%， 1/16W， SMD 0402 R1 和 R2

8 电阻， 10 k， 1%， 1/16W， SMD 0603 R4、 R6、 R7、 
R11、 R12、 
R13、 R14 和
R15

1 电阻， 0 k， 1%， 1/16W， SMD 0402 R16

1 电阻， 10 k， 1%， 1/16W， SMD 0402 R17

1 电阻， 1k  ， 1%， 1/16W， SMD 0402 R18

表 A-4： HILLSTAR —— MGC3130 单元安装选项

数量 说明 名称

1 连接器， 6 引脚 1 mm FPC， SMD ST3

A-5： HILLSTAR —— 电极物料清单

数量 说明 名称

1 连接器， 7 引脚 2 mm 连接头， SMD ST1
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原理图
A.3 开发板原理图和布线图

图 A-1： HILLSTAR GestIC® 单元原理图
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图 A-2： MGC3130 单元的组装图

Top View

Bottom View

俯视图

仰视图
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图 A-4： HILLSTAR I2C 转 USB 桥接器的组装图
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附录 B 灵敏度曲线和电容
B.1 简介

本附录介绍 Hillstar 开发工具包硬件的灵敏度曲线和电极电容。 

《MGC3130 GestIC® 设计指南》对灵敏度曲线和电极电容的测量过程进行了概述。

B.2 灵敏度曲线

使用一个 40x40x70 mm 手砖和一个 30 mm 垫片砖来绘制灵敏度曲线。

图 B-1： 从西到东的灵敏度曲线
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图 B-2： 从北到南的灵敏度曲线

B.3 电极电容

Rx 电极和 GND （CRxG）之间的电容不包括 MGC3130 Rx 输入缓冲器的 5 pF 输入电容
（CBuf）。

表 B-3： HILLSTAR 电极电容

通道 CRxG CRxTx

北 9 pF 20 pF

东 9 pF 18 pF

南 9 pF 20 pF

西 8 pF 18 pF

中央 7 pF 65 pF

CTxG = 590 pF
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附录 C 参数化支持
C.1 如何制作砖结构模拟手

为了参数化客户的电极设计并进行性能评估， Hillstar 开发工具包包含一组手砖和垫片
砖。手砖是一个 40x40x70 mm 的导电块，模拟人手。它必须通过电缆连接到地，以模
拟人体的接地条件。

Hillstar 工具包包含制作砖结构模拟手的组装组合：聚苯乙烯块（40x40x70 mm）和自
粘铜箔。 

以下部分说明如何组装砖结构模拟手。

1. 取铜层和聚苯乙烯块 （尺寸为 40x40x70 mm）。

 

2. 将铜层翻过来并撕去胶箔。
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3. 将聚苯乙烯块放置在铜层的正中间。务必要准确！折叠铜层。沿着内侧线，向内
折叠铜层。从右、左两侧开始折，然后折中间部分。对齐折叠。

 

 

4. 折叠成一个盒子。将所有边粘在一起 , 这样就完成了。
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参数化支持
5. 在砖结构模拟手的顶部焊上一根细导线 （约 50 cm），以后用于接地。

 
Thin wire for grounding (e.g.

0,15mm diameter, 50cm length)

细导线用于接地（如 ：

直径为 0.15 mm，长为 50 cm） 

6. 完成。

C.2 砖结构模拟手作为人工手的用法

为了参数化客户的电极设计并进行性能评估，该工具包包含一组手砖和垫片砖。该砖
结构模拟手由聚苯乙烯块制成，上面覆盖薄铜层，并具有固定尺寸，用于模拟人手效
果。垫片砖 （聚苯乙烯块，无铜层）用于将砖结构模拟手放置在距离电极不同高度的
位置。由于聚苯乙烯的 εr ≈ 1，因此垫片砖不影响测量结果。

要快速进行参数化，可使用手保持接地导线与砖结构模拟手连接，从而模拟接地连接。
导线的长度至少为 50 cm，还应垂直拿着以免影响系统灵敏度，如图 C-1 所示。

关于参数化过程，请参见《MGC3130 GestIC® 设计指南》和 Aurea PC 软件中的相应
向导。
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图 C-1： 模拟手的用法
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附录 D 驱动程序安装手册
按照以下步骤在 PC 上手动安装 Windows CDC 驱动程序。

D.1 打开设备管理器

当 Hillstar 开发板连接到 PC 时，按 Start （开始），右键单击 Computers （计算机）
并选择 Manage （管理）。这将打开 Computer Management （计算机管理）窗口，
如图 D-1 所示。在左侧栏中，选择 Device Manager （设备管理器）。 

图 D-1： 计算机管理

D.2 选择设备

1. 右键单击 GestIC Bridge （GestIC 桥接器）并选择 Update Driver Software （更新
驱动程序软件）。 

2. 选择 Search Method （搜索方法）。

3. 将打开如图 D-2 所示的窗口。选择 Browse my Computer for driver software
（浏览计算机以查找驱动程序软件）。
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图 D-2： 更新驱动程序软件 

D.3 找到驱动程序

1. 单击 Browse （浏览）并导航到本地驱动器上的驱动程序文件 （见图 D-3）。 

2. 按 Next （下一步），将开始安装驱动程序。

图 D-3： 浏览驱动程序软件

D.4 验证通信

当 LED1 和 LED2 交替闪烁时，表示已正确安装驱动程序且成功建立 PC 和 Hillstar 开
发板之间的通信。 
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附录 E 术语表

®
表 E-1： GestIC 术语表

术语 定义

AFE 模拟前端

Aurea 带图形用户界面的 MGC3130 PC 控制软件

Colibri Suite GestIC® 库内的嵌入式 DSP 套件

E-field 电场

GestIC 技术 Microchip 的专利技术，运用电近场感应原理，提供 3D 自由空间手
势识别

GestIC 库 包括 MGC3130 功能的实现，以 MGC3130 上预编程的二进制文件的
形式提供

HMM 隐马尔可夫模型

MGC3130 单区 3D 手势感应控制器

Sabrewing MGC3130 评估板

SPU 信号处理单元

垫片砖 传感器层和手砖之间的垫片
（40x40xh mm 聚苯乙烯块， h = 1/2/3/5/8/12 cm）

感应空间 感应区域上方的空间

感应区域 4 个框架形电极围起的区域

接近检测 GestIC 技术特性：具有接近检测功能的 MGC3130 的节能模式

框架形电极 4 个电极的矩形组合，用于电场感应

深度休眠 MGC3130 节能模式

手势集 一组预定的手移动模式

手势识别 Microchip 的随机 HMM 分类器，可自动检测和区分手的移动模式

手砖 包裹铜箔的测试块 （40x40x70 mm）

位置跟踪 GestIC 技术特性

信号偏差 表示手接近时相对于没有手接近时的传感器信号增量的术语。

应用主机 控制 MGC3130 的 PC 或嵌入式控制器

自唤醒 MGC3130 节能模式
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